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焊接的电⽓和电⼦组件要求

1 总则

1.1 范围 本标准描述了焊接的电气和电子组件所用的材料、方法和验收要求。本标准的目的

是通过制程控制方法来确保产品质量在生产期间的一致性。本标准无意排斥任何元器件安装

过程，也无意排斥任何应用助焊剂和焊料实现电气连接的过程。

1.2 ⽬的 本标准规定了焊接的电气和电子组件的制造方法和要求。过去的电子组装焊接标准

提供了较全面的规则和技术。为了更全面地理解本标准的推荐性规定和要求，可将本标准与

IPC-HDBK-001、IPC-AJ-820和IPC-A-610一起使用。标准可能随时更新，包括使用修订本。修订本
或新的版本不要求自动使用。

1.3 分级 本标准认可电气和电子组件按最终产品的用途分类。最终产品通常被分为三级，以反映在

可制造性、复杂性、功能要求以及验证（检验/测试）频率等方面的不同。应该认识到各级产品之间

可能是有重叠的。

用户（见1.8.13节）负责规定产品的级别。产品的级别应该在采购文件中说明。

1级 普通类电⼦产品

包括那些以成品组件功能性为主要要求的产品。

2级 专⽤服务类电⼦产品

包括那些要求持续运行和较长使用寿命的产品，最好能保持不间断工作，但该要求不严格。一般情

况下不会因使用环境而导致故障。

3级 ⾼性能/⽤于恶劣环境电⼦产品

包括以持续性优良性能或严格按指令运行为关键的产品。这类产品的服务间断是不可接受的，最终

产品使用环境异常恶劣；并且当有需要时，设备必须正常运转，如救生设备或其它关键系统。

1.4 测量单位及应⽤ 本标准按照ASTM SI10、IEEE/ASTM SI 10，第3章节使用国际单位制（SI）[为
了便于理解在括号内标注英制单位]。在本标准中的国际单位，尺寸及尺寸公差使用毫米（mm）
[in]，温度及温度公差使用摄氏度（°C）[°F]，重量使用克（g）[oz]，照度使用流明(lm) [英尺烛
光]。

注：本标准使用其它的国际单位(ASTM SI10第3.2节)来消除有效数字前的零(例如, 0.0012 mm写为1.2
μm)或者替代10的乘方(3.6× 103 mm写为3.6 m)。

1.4.1 尺⼨的验证 除非仲裁需要，不要求实际测量具体部件的安装尺寸和焊缝的尺寸及确定百分

比。为保证本标准内技术规范的一致性，依照ASTM E29的舍入法，对所有观察值或计算值“四舍五
入”至规格界限的最右位数。例如：最大2.5mm，最大2.50mm，或最大2.500mm，分别将测量值四
舍五入到最近的0.1mm、0.01mm或0.001mm，然后将这些值与所引用规范的数值进行比较。

1.5 对要求的说明 本标准中的“应当”或“不应当”用于对材料、准备、焊接连接的过程控制或验

收有要求的任何地方。
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